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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Verschiedene Ausfihrungsformen beziehen
sich im Allgemeinen auf ein Chipkartenmodul und auf
ein Verfahren zum Bilden eines Chipkartenmoduls.

Hintergrund

[0002] Chipkarten (auch als Smartcards bezeichnet)
kénnen ein integriertes Chipkartenmodul (auch als
Chipmodul oder Smartcard-Modul bezeichnet) ent-
halten, das wenigstens einen Chip aufweist. Das
Chipkartenmodul kann in einem Chipkartenkorper
angeordnet sein.

[0003] Eine Chipkarte kann eine sogenannte Chip-
karte "mit zwei Schnittstellen” (DIF-Chipkarte) sein, d.
h. die Chipkarte kann sowohl eine Chipkontaktstruk-
tur, z. B. Chipkontaktstellen, die auf dem Chipkar-
tenmodul angeordnet ist, beispielsweise zum elektri-
schen Verbinden der Chipkarte mit einem Geréat, bei-
spielsweise einem Kartenleser, als auch eine Vor-
richtung zur drahtlosen Kommunikation, die Indukti-
on zum Datenaustausch und zur Energieversorgung
der Chipkarte verwenden kann, beispielsweise durch
Verwenden von Funkwellen, enthalten. Die Vorrich-
tung zur drahtlosen Kommunikation des Chips kann
auch als eine Schnittstelle zur drahtlosen Datenliber-
tragung, eine drahtlose Schnittstelle oder eine CL-
Schnittstelle bezeichnet sein.

[0004] Die drahtlose Schnittstelle kann beispielswei-
se eine Antenne enthalten, die in dem Chipkarten-
kérper angeordnet ist. Diese Antenne kann auch
als Chipkartenkorperantenne oder Booster-Antenne
bezeichnet sein. Die Booster-Antenne kann auf ei-
ne solche Weise konstruiert sein, dass kontaktlo-
se Datenubertragung zwischen der Booster-Anten-
ne und einem externen Geréat stattfinden kann. Mit
anderen Worten kann die Booster-Antenne auf ei-
ne Weise konstruiert sein, dass sie elektromagneti-
sche Informationen und Energie von und zu aul3er-
halb der Chipkarte empfangen und senden kann. Zu-
satzlich kann die drahtlose Schnittstelle eine Anten-
ne in dem Chipkartenmodul enthalten. Die Booster-
Antenne kann an die Antenne des Chipkartenmoduls
induktiv gekoppelt sein oder kann induktiv koppeln.
Mit anderen Worten kann die Antenne des Chipkar-
tenmoduls auf eine Weise konstruiert sein, dass sie
Informations- und Energieaustausch durch Induktion
mit der Booster-Antenne ausfiihren kann. Die Anten-
ne des Chipkartenmoduls kann zusatzlich mit dem
Chip elektrisch leitféahig verbunden sein.

[0005] Deshalb kann kontaktlose Datenubertragung
zwischen dem externen Gerdt und dem Chip (von
dem externen Gerat zu dem Chip und/oder von dem
Chip zu dem externen Gerat) durch die Booster-An-
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tenne, die Antenne in dem Chipkartenmodul und die
elektrisch leitfahige Verbindung zu dem Chip mdglich
sein.

[0006] Die Technologie der Antenne, die auf dem
Chipkartenmodul angeordnet ist, zur induktiven
Kopplung an die Booster-Antenne ist auch als Spule-
auf-Modul (CoM) bezeichnet.

[0007] In CoM-Modulen kann die Antenne so kon-
struiert sein, dass sie mit einer Eingangskapazitat des
Chips abgestimmt ist.

[0008] Beispielsweise kann das CoM in Kombination
mit der Booster-Antenne zur Realisieren einer zuver-
Iassigen Chipkarte mit zwei Schnittstellen (DIF-Chip-
karte) verwendet werden.

[0009] Im Fall einer Anwendung, die nur kontaktlose
Kommunikation erfordert, kann ein Modul mit Spulen-
wicklungen auf beiden Seiten ausgestattet sein. Bis-
her kénnen nur Spulenstrukturen verwendet werden.

Zusammenfassung

[0010] In verschiedenen Ausfiihrungsformen ist ein
Chipkartenmodul fir eine Chipkarte bereitgestellt.
Das Chipkartenmodul kann einen Trager mit einer
ersten Seite und einer gegeniberliegenden zweiten
Seite, einen Chip, der Uber der ersten Seit des Tra-
gers angeordnet ist, eine Antenne, die Uber dem
Trager angeordnet ist, wobei die Antenne mit dem
Chip elektrisch leitfahig gekoppelt und konfiguriert
sein kann, induktiv an eine zweite Antenne, die auf
einem Chipkartenkérper der Chipkarte gebildet ist, zu
koppeln, und einen Kondensator, der elektrisch leit-
fahig an den Chip gekoppelt ist, enthalten, wobei der
Kondensator eine erste Elektrode, die Uber der ers-
ten Seite des Tragers angeordnet ist, und eine zwei-
te Elektrode, die Uber der zweiten Seite des Tragers
angeordnet ist, enthalt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0011] In den Zeichnungen beziehen sich gleiche
Bezugszeichen im Allgemeinen auf dieselben Teile
durchgehend durch die unterschiedlichen Ansichten.
Die Zeichnungen sind nicht notwendigerweise maf3-
stabsgerecht, stattdessen ist im Allgemeinen die Dar-
stellung der Prinzipien der Erfindung betont. In der
folgenden Beschreibung sind verschiedene Ausfih-
rungsformen der Erfindung mit Bezug auf die folgen-
den Zeichnungen beschrieben, in denen:

[0012] Fig. 1A ein DIF-Chipkartenmodul zeigt, und
Fig. 1B ein nur kontaktloses (Nur-CL-)Chipkartenmo-
dul zeigt;

[0013] Fig. 2A und Fig. 2B jeweils Querschnitts-
ansichten eines CoM-Chipkartenmoduls gemaR ver-
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schiedenen Ausfuhrungsformen im Vergleich zu ei-
nem herkdmmlichen CoM-Chipkartenmodul zeigen;

[0014] Fig. 3A und Fig. 3B jeweils eine Simulati-
on eines Magnetfelds eines CoM-Moduls in Uber-
einstimmung mit verschiedenen Ausfiihrungsformen
zeigen;

[0015] Fig. 4 zwei Typen von Schichtstrukturen von
Chipkartenmodulen gemaR verschiedenen Ausfih-
rungsformen zeigt;

[0016] Fig. 5 eine schematische Ansicht eines DIF-
Chipkartenmoduls zeigt.

[0017] Fig. 6 eine Chipkarte in Ubereinstimmung mit
verschiedenen Ausfihrungsformen zeigt; und

[0018] Fig. 7 einen Prozessablauf eines Verfahrens
zum Bilden eines Chipkartenmoduls in Ubereinstim-
mung mit verschiedenen Ausflihrungsformen zeigt.

Beschreibung

[0019] Die folgende genaue Beschreibung bezieht
sich auf die begleitenden Zeichnungen, die durch
Darstellung spezifische Einzelheiten und Ausfih-
rungsformen, in der die Erfindung praktiziert werden
kann, zeigen.

[0020] Das Wort "beispielhaft” ist hier so verwendet,
dass es "als ein Beispiel, eine Instanz oder eine Dar-
stellung dienend” bedeutet. Jede Ausfluhrungsform
oder Konstruktion, die hier als "beispielhaft” beschrie-
ben ist, soll nicht notwendigerweise als bevorzugt
oder vorteilhaft gegenliber anderen Ausfiihrungsfor-
men oder Konstruktionen gedeutet werden.

[0021] Das Wort "liber”, das mit Bezug auf ein aufge-
brachtes Material, das "Uber” einer Seite oder Ober-
flache gebildet ist, verwendet ist, kann hier verwen-
det sein, so dass es bedeutet, dass das aufgebrach-
te Material "direkt auf”, z. B. in direktem Kontakt mit,
der implizierten Seite oder Oberflache gebildet sein
kann. Das Wort "Uber”, das mit Bezug auf ein aufge-
brachtes Material, das "Uber” einer Seite oder Ober-
flache gebildet ist, verwendet ist, kann hier verwen-
det sein, so dass es bedeutet, dass das aufgebrach-
te Material "indirekt auf' der implizierten Seite oder
Oberflache gebildet ist mit einer oder mehreren zu-
satzlichen Schichten, die zwischen der implizierten
Seite oder Oberflache und dem aufgebrachten Mate-
rial angeordnet sind.

[0022] Verschiedene Aspekte der Offenbarung sind
fur Gerate bereitgestellt, und verschiedene Aspekte
der Offenbarung sind fur Verfahren bereitgestellt. Es
ist zu verstehen, dass grundlegende Eigenschaften
der Gerate auch fir die Verfahren gelten, und um-
gekehrt. Deshalb kann der Kirze halber die doppel-
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te Beschreibung solcher Eigenschaften weggelassen
worden sein.

[0023] Fur diese Anmeldung kann eine Konstruktion
des Moduls ahnlich einer Konstruktion eines gewdhn-
lichen Moduls nach ISO 7816 sein.

[0024] Ein solches Modul kann ein vom Typ eines
Moduls mit zwei Schnittstellen (DIF-Modul) sein. Ein
DIF-Modul 100a istin Fig. 1A gezeigt. In Ubereinstim-
mung mit ISO 7186 kann das DIF-Modul Abmessun-
gen von 11,8 mm mal 13,0 mm (d. h. eine Flache von
etwa 149 mm?) aufweisen.

[0025] Eine Antenne 104 (auch als eine Spule 104
bezeichnet), die zur kontaktlosen Kommunikation
vorgesehen ist, kann auf einer Unterseite, die auch
als die erste Seite 10281 bezeichnet ist, eines Tra-
gers 102 angeordnet sein. Ein Chip 106 und Chipkon-
taktstrukturen 108 kénnen auRerdem auf der ersten
Seite 10281 des Tragers 102 angeordnet sein.

[0026] Chipkontaktstellen 110 (auch als ISO-Kon-
taktstellen 110 oder Kontaktstellen 110 bezeichnet)
kénnen auf einer Oberseite, auch als die zweite Sei-
te 10282 bezeichnet, angeordnet sein. Eine einfa-
che Briicke 116 auf der Oberseite 102S2 kann zum
Schlief3en der Spule 104 verwendet werden.

[0027] Fig. 1B zeigt ein gewdhnliches kontaktloses
Modul (CL-Modul) 100b. Es kann Abmessungen von
8,0 mm mal 8,0 mm (d. h. eine Flache von etwa
60 mm?) aufweisen. Es kann einen Chip aufweisen,
der auf einer ersten Seite 10281 eines Tragers 102
angeordnet ist. Eine Antenne 104 (eine Spule 104),
die zur kontaktlosen Kommunikation vorgesehen ist,
kann auf der ersten Seite 10281 und auf der zwei-
ten Seite 102S2 des Tragers 102 angeordnet sein,
wie in Fig. 1B gezeigt ist. Die zweite Seite 102S2 des
CL-Moduls kann frei von Kontaktstellen sein. Es kann
jedoch eine Metallplatte 112 auf der zweiten Seite
102S2 angeordnet sein, beispielsweise um die War-
meableitung zu erhéhen.

[0028] Aufgrund einer Anzahl von Wicklungen der
Spule 104, die zum Realisieren eines erforderlichen
Induktivitdtswerts bendtigt sein kénnen, kann ein
Platz, um zusatzliche Strukturen zu realisieren, be-
grenzt sein. Das Realisieren von Strukturen, die ei-
nen zusatzlichen Kondensator bilden, der parallel mit
einem Eingang des Chips verbunden werden kann,
wirde jedoch das Reduzieren der Anzahl von Wick-
lungen der Spule 104 erlauben. Aulerdem ware ein
geeignet hoher Kapazitatswert hinsichtlich der Leis-
tungsanpassung vorteilhaft. Somit kdnnte eine Ge-
samtleistung solcher Strukturen signifikant verbes-
sert sein.

[0029] In verschiedenen Ausfiihrungsformen ist ein
Chipkartenmodul, z. B. ein CoM, bereitgestellt. Ein
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CoM-Modul kann durch Einfiihren einer zusatzlichen
Kondensatorstruktur verbessert sein. Das Chipkar-
tenmodul kann eine Konstruktion aufweisen, die ei-
nen Plattenkondensator enthalt, der parallel zu den
Eingangskontaktstellen eines Chips verbunden ist.

[0030] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann
der Kondensator als ein integrierter Anteil des Chip-
kartenmoduls gebildet sein, das z. B. auf einem dop-
pelseitig beschichteten Trager basieren kann. In die-
ser Hinsicht kann der Kondensator ahnlich der Spu-
le sein. Der Trager kann beispielsweise PET, Poly-
imid oder irgendein anderes dielektrisches Material
enthalten oder daraus bestehen.

[0031] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann
aufgrund des zusétzlichen Kondensators die Indukti-
vitat der Spule und somit ihre Anzahl von Windungen
reduziert sein. Infolgedessen kann zusatzlicher Platz
erzeugt sein.

[0032] Simulationen haben gezeigt, dass das Chip-
kartenmodul, eine Chipkarte und ein Verfahren zum
Bilden einer Chipkarte in Ubereinstimmung mit ver-
schiedenen Ausflihrungsformen eine Gesamtleis-
tung eines CoM-Systems signifikant verbessern kon-
nen.

[0033] In aktuellen CoM-Chipkartenmodulen kénnen
Metallstrukturen zur Wéarmeableitung (z. B. in Nur-
CL-CoM-Modulen) und zum Bilden von ISO-Kon-
taktstellen (z. B. in DIF-CoM-Modulen) implementiert
sein.

[0034] In verschiedenen Ausfihrungsformen koén-
nen Platten (z. B. Metallplatten) eines zusétzlichen
Kondensators eingefiihrt sein. Somit kann der zu-
satzliche Kondensator ein Plattenkondensator sein.

[0035] Ein Wert der zuséatzlich erzeugten Kapazitat
kann berechnet werden durch:

c=%
mit:

C =Kapazitat in Farad

€ = Permittivitdt des Dielektrikums (absolut, nicht
relativ)

A = Flache der Platteniberlappung in Quadratme-
tern

d = Abstand zwischen Platten in Meter

[0036] Fig. 2A zeigt in ihrem unteren Bereich ei-
ne Querschnittsansicht eines CoM-Chipkartenmo-
duls 200a gemaly verschiedenen Ausfuhrungsfor-
men. Zum Vergleich ist eine Querschnittsansicht ei-
nes herkdmmlichen CoM-Chipkartenmoduls 100a in
dem oberen Bereich gezeigt. Das Chipkartenmo-
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dul von Fig. 2A kann ein Chipkartenmodul mit zwei
Schnittstellen (DIF-Modul) sein.

[0037] Fig. 2B zeigt in ihrem unteren Bereich ei-
ne Querschnittsansicht eines CoM-Chipkartenmo-
duls 200b gemal verschiedenen Ausfihrungsfor-
men. Zum Vergleich ist eine Querschnittsansicht ei-
nes herkémmlichen CoM-Chipkartenmoduls 100b in
dem oberen Bereich gezeigt. Das Chipkartenmodul
von Fig. 2B kann ein nur kontaktloses (Nur-CL-)Chip-
kartenmodul sein.

[0038] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
das Chipkartenmodul 200a, 220b einen Trager 102
enthalten.

[0039] Der Trager 102 kann eine erste Seite 102S1
mit einer ersten Hauptoberflache und eine zweite Sei-
te 10282 mit einer zweiten Hauptoberflache 102S2
aufweisen, wobei die erste Seite 102S1 der zweiten
Seite 10282 gegentber liegt und infolgedessen die
zweite Hauptoberflache der ersten Hauptoberflache
gegenuber liegt.

[0040] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
das Chipkartenmodul 200a, 200b einen Chip 106
enthalten. Der Chip 106 kann Uber der ersten Seite
10281 des Tragers 102 angeordnet sein. Der Chip
106 kann wenigstens eine Metallisierungsschicht und
wenigstens einen Chipkontakt enthalten (keines von
beiden dargestellt).

[0041] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
der Chip 106 wenigstens eine integrierte Schaltung,
eine elektronische Schaltung, einen Speicher-Chip
oder einen RFID-Chip (einen Chip zur Identifizierung
durch elektromagnetische Wellen, namentlich "Funk-
frequenzidentifizierung”) oder irgendeinen anderen
erwlinschten Typ eines Chips enthalten.

[0042] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
das Chipkartenmodul 200a, 200b einen Kondensator
220 enthalten, der elektrisch leitfahig an den Chip 106
gekoppelt ist.

[0043] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
der Kondensator eine erste Elektrode 2201 und ei-
ne zweite Elektrode 2202 enthalten, die in einem Ab-
stand d angeordnet sind, wobei die erste Elektrode
2201 (ber der ersten Seite 10281 des Tragers 102
angeordnet und die zweite Elektrode 2202 tber der
zweiten Seite 102S2 des Tragers 102 angeordnet
sein kann. Die erste Elektrode 2201 kann beispiels-
weise auf der ersten Oberflache 10281 des Tragers
102 gebildet sein. Die zweite Elektrode 2202 kann
beispielsweise auf der zweiten Oberflache 102S2 des
Tragers 102 gebildet sein. Der Abstand d kann einer
Dicke des Tragers 102 entsprechen, z. B. einer Dicke
des Tragers 102 in einem Bereich, in dem die erste
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Elektrode 2201 und die zweite Elektrode 2202 gebil-
det sind.

[0044] In verschiedenen Ausflihrungsformen koén-
nen die erste Elektrode 2201 und die zweite Elektro-
de 2202 ein elektrisch leitfahiges Material enthalten
oder daraus bestehen. Das elektrisch leitfahige Ma-
terial kann beispielsweise ein Metall sein, beispiels-
weise Kupfer (mit einer elektrischen Leitfahigkeit von
etwa 58,1 x 10° S/m) oder eine Kupferlegierung, oder
kann im Wesentlichen aus Metall bestehen. Es kann
beispielsweise wenigstens ein Metall aus Cu, Al, Au,
Ag, Pt, Ti, Ni, Sn, Zn und Pb enthalten. Die erste
Elektrode 2201 und die zweite Elektrode 2202 kon-
nen dasselbe/dieselben Materialien) oder (ein) unter-
schiedliche(s) Material(ien) aufweisen.

[0045] In verschiedenen Ausflihrungsformen kon-
nen die erste Elektrode 2201 und/oder die zweite
Elektrode 2202 eine Dicke im Bereich von ungeféhr
5 pm bis ungeféhr 100 pm aufweisen, beispielsweise
von ungefahr 10 ym bis ungefahr 50 pym, beispiels-
weise von ungefahr 12 pm bis ungefahr 30 pm. Die
erste Elektrode 2201 und die zweite Elektrode 2202
kénnen dieselbe/n Dicke(n) oder (eine) unterschied-
liche Dicke(n) aufweisen.

[0046] Der Trager 102 kann ein dielektrisches Ma-
terial enthalten oder im Wesentlichen aus einem sol-
chen Material bestehen. Das dielektrisch Material
kann beispielsweise ein Kunststoffmaterial, beispiels-
weise ein Polymer, enthalten oder daraus bestehen.
Das Polymer kann beispielsweise ein Polyester, bei-
spielsweise PET oder Polyethylennaphthalat (PEN)
oder ein Polyimid (PI) sein. Alternativ kann der Trager
102 ein anderes dielektrisches Material enthalten.

[0047] Eine Dicke des Tragers 102 kann in einem
Bereich von etwa 10 uym bis etwa 100 pm sein, bei-
spielsweise in einem Bereich von etwa 20 pym bis et-
wa 80 pum, beispielsweise etwa 25 pm oder etwa 75
pm sein.

[0048] Aktuelle CoM-Module verwenden typischer-
weise einen aus zwei unterschiedlichen Typen von
Schichtstrukturen: Eine Schichtstruktur, die Pl ent-
halt, oder eine Schichtstruktur, die PET enthalt.

[0049] Fig. 4 zeigt, als Einzelheiten der Bereiche A
in Fig. 2A und Fig. 2B, zwei beispielhafte Typen von
Schichtstrukturen von Chipkartenmodulen in Uber-
einstimmung mit verschiedenen Ausflihrungsformen.
In dem linken Bereich ist ein Chipkartenmodul 200a,
200b mit einem Trager 102, der PET enthalt oder dar-
aus besteht, gezeigt, und in dem rechten Bereich ist
ein Chipkartenmodul 200a, 200b mit einem Trager
102, der PI enthalt oder daraus besteht, gezeigt.

[0050] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann
der Trager 102, der PET enthalt oder daraus besteht,
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eine Dicke in einem Bereich von etwa 65 um bis etwa
85 um aufweisen.

[0051] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
der Trager 102, der Pl enthalt oder daraus besteht,
eine Dicke in einem Bereich von etwa 10 uym bis etwa
30 um aufweisen.

[0052] Der Trager 102, der Pl enthalt oder daraus
besteht, kann somit dinner sein als der Trager 102,
der PET enthalt oder daraus besteht. Somit kénnen
in einem Chipkartenmodul 200a, 200b, das PI enthalt
oder daraus besteht, die erste Elektrode 2201 und
die zweite Elektrode 2202 einen kleineren Abstand d
aufweisen als in einem Chipkartenmodul 200a, 200b,
das PET enthalt oder daraus besteht. Dadurch kann
eine hdhere Kapazitat in dem Kondensator 220 des
Chipkartenmoduls 200a, 200b, das Pl enthalt oder
daraus besteht, erreicht werden.

[0053] Dariiber hinaus kann Pl eine héhere Permitti-
vitat als PET aufweisen (relative Permittivitat von Po-
lyimid: €, = 3,4, relative Permittivitdt von PET: €, = 3,
0). Somit kann eine hdhere Kapazitat in dem Kon-
densator 220 des Chipkartenmoduls 200a, 200b, das
Pl enthalt oder daraus besteht, erreicht werden. PET
kann eine Phasenverschiebung tang = 0,016 bei 1
MHz aufweisen, Polyimid kann eine Phasenverschie-
bung tang = 0,018 bei 1 MHz aufweisen. In verschie-
denen Ausfiihrungsformen kénnen dielektrische Ma-
terialien, die eine sogar héhere Permittivitat als Po-
lyimid aufweisen, fir den Trager 102 verwendet wer-
den.

[0054] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
das Chipkartenmodul 200a, 200b eine Antenne 104
enthalten. Die Antenne 104 kann Uber der ersten
Seite 10281 des Tragers 102 angeordnet sein, bei-
spielsweise auf der ersten Hauptoberflache des Tra-
gers 102. Die Antenne 104 kann in einer Ebene an-
geordnet sein, die im Wesentlichen parallel zu der
ersten Hauptoberflache ist. Die Antenne 104 kann
ein elektrisch leitfahiges Material enthalten. Sie kann
beispielsweise wenigstens eines aus den folgenden
Materialien enthalten oder im Wesentlichen daraus
bestehen: ein Metall, ein metallisches Material, eine
Legierung, eine intermetallische Verbindung, Kupfer,
Aluminium, Titan, Titannitrid, Wolfram, Gold, Silber,
Nickel, Zink, eine Aluminium-Silizium-Legierung.

[0055] Die Antenne 104 kann in verschiedenen Aus-
fihrungsformen durch Bilden einer Schicht auf oder
Uber dem Trager 102 und Atzen der Schicht, bei-
spielsweise durch Kupferatztechnologie oder durch
Aluminiuméatztechnologie, gebildet sein.

[0056] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
die Antenne 104 eine einzelne leitfahige Leitung ent-
halten oder im Wesentlichen daraus bestehen. Die
Antenne 104 kann in der Ebene auf eine solche
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Weise angeordnet sein, dass sie um einen Bereich
gebildet ist, beispielsweise um einen rechteckigen
oder quadratischen Bereich. In verschiedenen Aus-
fihrungsformen kann die Antenne 104, wie in Fig. 3
dargestellt ist, als eine flache Wendel um den recht-
eckigen oder quadratischen Bereich gebildet sein.

[0057] In verschiedenen Ausflihrungsformen, bei-
spielsweise (jedoch nicht nur) in dem Fall, dass das
Chipkartenmodul das CL-Chipkartenmodul 220b ist,
kann die Antenne 104 zusatzlich oder ausschlief3lich
Uber der zweiten Seite 102S2 des Tragers 102 gebil-
det sein. In diesem Fall kann eine elektrisch leitfahige
Verbindung zwischen einem Abschnitt der ersten Sei-
te der Antenne 104, der sich auf der ersten Seite des
Tragers 102 befindet, und einem Abschnitt der zwei-
ten Seite der Antenne 104, der sich auf der zweiten
Seite des Tragers 102 befindet, und/oder eine elek-
trisch leitfahige Verbindung zwischen dem Chip 106
und dem Abschnitt der zweiten Seite der Antenne 104
durch wenigstens ein durchplattiertes Loch (nicht ge-
zeigt), das in dem Trager 102 gebildet ist, bereitge-
stellt sein.

[0058] Ein durchplattiertes Loch ist so zu verstehen,
dass es eine Offnung bedeutet, die durch ein Material
gebildet ist, beispielsweise durch Stanzen, Léten, La-
serbohren oder Bohren, und das auf eine solche Wei-
se konstruiert ist, dass elektrischer Strom durch das
durchplattierte Loch geleitet werden kann, beispiels-
weise durch eine elektrische leitfahige Beschichtung,
beispielsweise entlang einer inneren Oberflache der
Offnung, oder durch einen Leiter, beispielsweise ei-
nen Draht oder einen Kontaktstift, der in die Offnung
eingefihrt ist.

[0059] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kannin
dem Fall, wenn die Antenne 104 oder der Abschnitt
der ersten Seite der Antenne 104, der auf der ersten
Seite 10281 des Tragers 102 angeordnet ist, sich die
erste Elektrode 2201 seitlich zwischen dem Chip 106
und der Antenne 104 befinden. Die erste Elektrode
2201 kann den Chip 106 teilweise oder vollstandig
umgeben.

[0060] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann
die erste Elektrode 2201 in einer Ebene angeordnet
sein, die durch die Antenne 104 oder den Abschnitt
der ersten Seite der Antenne 104 gebildet ist.

[0061] Eine aktive Flache des Kondensators 220
kann durch einen Bereich definiert sein, in dem die
erste Elektrode 2201 und die zweite Elektrode 2202
vertikal Uberlappen. Die erste Elektrode 2201 und die
zweite Elektrode 2202 kénnen somit in verschiede-
nen Ausfihrungsformen so angeordnet sein, dass sie
ihren Uberlappungsbereich maximieren. In verschie-
denen Ausfuhrungsformen kann die zweite Elektrode
2202 im Wesentlichen gegentber der ersten Elektro-
de 2201 sein.
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[0062] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann/
kénnen die erste Elektrode 2201 und/oder die zwei-
te Elektrode 2201 im Wesentlichen rechteckig, im
Wesentlichen ellipsiodisch, im Wesentlichen rund, im
Wesentlichen polygonal oder von irgendeiner ande-
ren Form sein. Die erste Elektrode 2201 kann in
verschiedenen Ausfiinrungsformen eine Offnung auf-
weisen, in die der Chip eingeflhrt werden kann. In
verschiedenen Ausfiihrungsformen kann die erste
Elektrode 2201 eine Offnung aufweisen, in der eine
Chipkontaktstruktur 108 (siehe Fig. 3) gebildet sein
kann.

[0063] In verschiedenen Ausfihrungsformen kon-
nen die erste Elektrode 2201 und die zweite Elektro-
de 2202 im Wesentlichen kongruent sein. In verschie-
denen Ausflihrungsformen kénnen sich ihre Formen
unterscheiden.

[0064] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
das Chipkartenmodul 220a ferner mehrere Chipkon-
taktstellen 110 enthalten, die Uber der zweiten Seite
102S2 angeordnet sind. Die Chipkontaktstellen 110
kénnen einen elektrisch leitfahigen Kontakt zu dem
Chip 106 von einem AuReren des Chipkartenmoduls
200a (und/oder von einem AuReren einer Chipkar-
te, in die/auf der das Chipkartenmodul 200a integriert
oder angeordnet sein kann) bereitstellen.

[0065] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
ein elektrisch leitfahiger Kontakt zwischen dem Chip
106 und den mehreren Chipkontaktstellen 110 durch
mehrere durchplattierte Locher (nicht gezeigt) bereit-
gestellt sein.

[0066] Die mehreren Chipkontaktstellen 110 kénnen
durch eine Metallschicht gebildet sein, beispielswei-
se eine Kupferschicht oder eine Kupferlegierungs-
schicht, oder kénnen im Wesentlichen aus Metall be-
stehen. Die Chipkontaktstellen 110 kdnnen beispiels-
weise wenigstens ein Metall aus Cu, Al, Au, Ag, Pt,
Ti, Ni, Sn, Zn und Pb enthalten.

[0067] Die mehreren Chipkontaktstellen 110 kénnen
eine Dicke im Bereich von ungeféhr 5 ym bis unge-
fahr 100 pm aufweisen, beispielsweise von ungefahr
10 pm bis ungefahr 50 ym, beispielsweise von unge-
fahr 12 pm bis ungefahr 30 pm.

[0068] In verschiedenen Ausfihrungsformen koén-
nen die mehreren Chipkontakistellen 110 auf die
zweite Hauptoberflaiche des Tragers 102 laminiert
worden sein, beispielsweise durch ein Klebemittel,
beispielsweise einen Klebstoff.

[0069] Die mehreren Chipkontaktistellen 110 kon-
nen in verschiedenen Ausfiihrungsformen struktu-
riert sein. Wahrend der Strukturierung der mehreren
Chipkontaktstellen 110 kann zusatzlich die dielektri-
sche Schicht 109 strukturiert werden. Die Struktur
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der Chipkontaktstellen 110 kann durch Lithographie-
und Atz-Verfahren ausgefiihrt werden. Beispielswei-
se kénnen nichtleitende Strukturen, beispielsweise
in der Form von Offnungen, Rillen usw., zwischen
einzelnen Kontaktstellen aus den mehreren Chipkon-
taktstellen 110 angeordnet sein.

[0070] In verschiedenen Ausflhrungsformen kon-
nen andere in der Technik bekannte Verfahren zum
Bilden und/oder Strukturieren der Chipkontaktstellen
110 verwendet werden.

[0071] Die Chipkontaktstellen 110 kénnen in ver-
schiedenen Ausfiihrungsformen die zweite Elektrode
2202 wenigstens teilweise seitlich umgeben.

[0072] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann
die zweite Elektrode 2202 zusammen mit den meh-
reren Chipkontaktstellen 110 gebildet werden.

[0073] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann
eine Struktur der mehreren Chipkontaktstellen 110
modifiziert werden, und ein Abschnitt einer elektrisch
leitfahigen Schicht, der typischerweise als die Chip-
kontaktstellen 110 dient, kann somit als die zwei-
te Elektrode 2202 des Kondensators 220 verwendet
werden.

[0074] Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht eines
DIF-Chipkartenmoduls 100a. Helle Bereiche, die mit
110F gekennzeichnet sind, sind Bereiche, die (ge-
mafR 1ISO 7816) dafir reserviert sind, als Kontakte
verwendet zu werden. Die schwarzen Bereiche kdn-
nen in verschiedenen Ausfiihrungsformen modifiziert
sein, um als die zweite Elektrode 2202 des Konden-
sators 220 zu dienen.

[0075] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann
der Kondensator 220 elektrisch an den Chip 106 ge-
koppelt sein. Der Kondensator 220 kann beispiels-
weise parallel zu den Chipkontaktstellen 110 an den
Chip 106 elektrisch gekoppelt sein. Somit kann eine
Kapazitat eines induktiven Kopplungssystems, das
durch die Antenne 104 und den Kondensator 220
gebildet ist, erhdht werden im Vergleich zu einem
Kapazitatswert eines induktiven Kopplungssystems,
das nur eine Antenne enthalt (wie beispielsweise in
Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 2A (oben) und Fig. 2B (oben)
gezeigt ist). Der héhere Kapazitatswert kann eine
bessere Leistungsanpassung ermoglichen.

[0076] Alternativ oder zusatzlich kann die Kapazitat
in verschiedenen Ausflhrungsformen ahnlich gehal-
ten werden, z. B. im Wesentlichen gleich wie oder nur
geringfiigig héher als in den induktiven Kopplungs-
systemen von Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 2A (oben) und
Fig. 2B (oben). Es kann jedoch eine kleinere Anzahl
von Wicklungen der Antenne 104 zum Erreichen des
Kapazitatswerts erforderlich sein. Das ist in Fig. 2A
(funf Wicklungen in Modul 100a vs. drei Wicklungen
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in Modul 200a) und in Fig. 2B (drei Wicklungen in Mo-
dul 100b vs. zwei Wicklungen in Modul 200b) ange-
geben. Dadurch kann Platz auf dem Chipkartenmo-
dul 200a, 200b eingespart werden, der beispielswei-
se zum Verringern einer GroRe des Chipkartenmo-
duls 200a, 200b und/oder zum Erhohen einer Gro-
Re einer Warmeableitungsstruktur verwendet werden
kann (in Fig. 1B ist die Warmeableitungsstruktur die
Metallplatte 112; in dem Chipkartenmodul 200a, 200b
kann die Warmeableitungsstruktur durch die erste
2201 und/oder die zweite 2202 Elektrode des Kon-
densators 220 gebildet sein).

[0077] Fig.3A und Fig. 3B zeigen jeweils eine Simu-
lation eines Magnetfelds (als ein H-Feld) eines CoM-
Moduls 200a in Ubereinstimmung mit verschiedenen
Ausfihrungsformen.

[0078] Wie in dem oberen Bereich gezeigt ist, kann
die erste Elektrode 2201 des Kondensators 220 in
verschiedenen Ausfiihrungsformen direkt (durch die
Struktur 332) mit der Antenne 104 und mit der Chip-
kontaktstruktur 108 verbunden sein.

[0079] Wie in dem unteren Bereich gezeigt ist, kann
die Struktur 332 zum direkten Verbinden der ersten
Elektrode 2201 des Kondensators 220 mit der An-
tenne 104 und mit der Chipkontaktstruktur 108 in
verschiedenen Ausflihrungsformen nicht vorhanden
sein. Stattdessen kann die erste Elektrode 2201 des
Kondensators 220 beispielsweise durch die Chipkon-
taktstruktur 108 mit dem Chip 106 verbunden sein,
und die Chipkontaktstruktur 108 kann ferner mit der
Antenne 104 elektrisch leitfahig verbunden sein.

[0080] Die zweite Elektrode 2202 kann mit dem
Chip 106 durch durchplattierte Lécher und durch die
Chipkontaktstruktur 108 elektrisch leitfahig verbun-
den sein.

[0081] In verschiedenen Ausfihrungsformen kon-
nen die erste Elektrode 2201 und/oder die zweite
Elektrode 2202 warmeleitfahig sein und kénnen zur
Warmeableitung verwendet werden, beispielsweise
fur Warme, die durch den Chip 106 erzeugt wird.

[0082] Verringern einer Flache auf dem Trager 102,
die durch die Antenne 104 bendtigt wird, durch elek-
trisch leitfahiges Koppeln des Kondensators 220 an
den Chip 106 kann in verschiedenen Ausfiihrungs-
formen erlauben, eine Oberflache zu vergréRern, die
zur Warmeableitung verflgbar ist, die durch die erste
Elektrode 2201 und/oder die zweite Elektrode 2202
bereitgestellt ist, beispielsweise im Vergleich zu der
Metallplatte 112, die in Fig. 1B gezeigt ist.

[0083] In verschiedenen Ausflihrungsformen, wie in
Fig. 6 gezeigt ist, kann eine Chipkarte 600 bereitge-
stellt sein.
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[0084] Die Chipkarte 700 kann in verschiedenen
Ausfihrungsformen einen Chipkartenkérper 660 ent-
halten.

[0085] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann
die Chipkarte 600 ferner ein Chipkartenmodul 200a,
200b in Ubereinstimmung mit verschiedenen Ausfiih-
rungsformen enthalten, wie vorstehend beschrieben.

[0086] Die Chipkarte 700 kann ferner in verschie-
denen Ausflihrungsformen eine zweite Antenne 662
enthalten, die auch als Booster-Antenne 662 be-
zeichnet ist. Die zweite Antenne 662 kann auf oder in
dem Chipkartenkorper 660 gebildet sein und kann an
die Antenne 104 des Chipkartenmoduls 200a, 200b
induktiv gekoppelt sein. Die zweite Antenne 662 kann
beispielsweise einen Chipkopplungsbereich 664 ent-
halten, der konfiguriert sein kann, induktiv an die An-
tenne 104 des Chipkartenmoduls 200a, 200b zu kop-
peln. Der Chipkopplungsbereich kann um einen Chip-
modulbereich gebildet sein, in dem das Chipmodul
200a, 200b angeordnet sein kann. Der Chipkopp-
lungsbereich 664 der zweiten Antenne 662 kann in
verschiedenen Ausflihrungsformen das Chipkarten-
modul 200a, 200b umgeben.

[0087] Der Chipkartenkorper 660 und die zweite An-
tenne 662 kdnnen wie in der Technik bekannt ist ge-
bildet sein.

[0088] Fig. 7 zeigt einen Prozessablauf 700 eines
Verfahrens zum Bilden eines Chipkartenmoduls in
Ubereinstimmung mit verschiedenen Ausfiihrungs-
formen.

[0089] Das Verfahren kann Anordnen eines Chips
auf einer ersten Seite eines Tragers (in 710), Bilden
einer ersten Elektrode eines Kondensators tiber dem
Trager, so dass die erste Elektrode seitlich wenigs-
tens teilweise den Chip umgibt, (in 720), Bilden einer
zweiten Elektrode des Kondensators Uber einer zwei-
ten Seite des Tragers gegenuber der ersten Seite des
Tragers (in 730), Anordnen einer Antenne Uber dem
Trager (in 740), elektrisch leitfahiges Koppeln der An-
tenne an den Chip, wobei die Antenne konfiguriert ist,
induktiv an eine zweite Antenne zu koppeln, die auf
der Chipkarte gebildet ist, (in 750) und elektrisch leit-
fahiges Koppeln des Kondensators an den Chip (in
760) enthalten.

[0090] In verschiedenen Ausfiihrungsformen ist ein
Chipkartenmodul fir eine Chipkarte bereitgestellt.
Das Chipkartenmodul kann einen Trager mit einer
ersten Seite und einer gegeniberliegenden zweiten
Seite, einen Chip, der Uber der ersten Seit des Tra-
gers angeordnet ist, eine Antenne, die Uber dem Tra-
ger angeordnet ist, wobei die Antenne an den Chip
elektrisch leitfahig gekoppelt sein kann und konfigu-
riert sein kann, induktiv an eine zweite Antenne zu
koppeln, die auf einem Chipkartenkérper der Chip-
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karte gebildet ist, und einen Kondensator, der elek-
trisch leitféahig an den Chip gekoppelt ist, enthalten,
wobei der Kondensator eine erste Elektrode, die Uber
der ersten Seite des Tragers angeordnet ist, und ei-
ne zweite Elektrode, die Uber der zweiten Seite des
Tragers angeordnet ist, enthalt.

[0091] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
die Antenne auf der ersten Seite des Tragers ange-
ordnet sein, wobei sich die erste Elektrode seitlich
zwischen dem Chip und der Antenne befinden kann.

[0092] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
die zweite Elektrode im Wesentlichen gegentiber der
ersten Elektrode sein.

[0093] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
das Chipkartenmodul ferner mehrere Chipkontakt-
stellen enthalten, die Gber der zweiten Seite angeord-
net sind.

[0094] In verschiedenen Ausfihrungsformen kon-
nen die Chipkontaktstellen die zweite Elektrode we-
nigstens teilweise seitlich umgeben.

[0095] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
der Kondensator an den Chip parallel zu den Chip-
kontaktstellen elektrisch gekoppelt sein.

[0096] In verschiedenen Ausflihrungsformen ist ei-
ne Chipkarte bereitgestellt. Die Chipkarte kann ei-
nen Chipkartenkérper, eine zweite Antenne, die auf
dem Chipkartenkérper gebildet ist, und ein Chipkar-
tenmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 6, das auf
dem Chipkartenkérper angeordnet ist, enthalten, wo-
bei die Antenne des Chipkartenmoduls mit der zwei-
ten Antenne induktiv gekoppelt sein kann.

[0097] In verschiedenen Ausfiihrungsformen ist ein
Verfahren zum Bilden eines Chipkartenmoduls fir ei-
ne Chipkarte bereitgestellt. Das Verfahren kann An-
ordnen eines Chips auf einer ersten Seite eines Tra-
gers, Bilden einer ersten Elektrode eines Kondensa-
tors Uber dem Trager, so dass die erste Elektrode
seitlich wenigstens teilweise den Chip umgibt, Bilden
einer zweiten Elektrode des Kondensators tber einer
zweiten Seite des Tragers gegentiber der ersten Sei-
te des Tragers, Anordnen einer Antenne Uber dem
Trager, elektrisch leitfahiges Koppeln der Antenne an
den Chip, wobei die Antenne konfiguriert ist, induktiv
an eine zweite Antenne, die auf der Chipkarte gebil-
det ist, zu koppeln, und elektrisch leitfahiges Koppeln
des Kondensators an den Chip enthalten.

[0098] In verschiedenen Ausflihrungsformen kann
das Verfahren ferner Bilden von mehreren Chipkon-
taktstellen tber der zweiten Seite des Tragers enthal-
ten.
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[0099] In verschiedenen Ausfiihrungsformen kann
das Bilden einer zweiten Elektrode des Kondensators
gleichzeitig mit dem Bilden der mehreren Chipkon-
taktstellen ausgefuhrt werden.

[0100] Obwohl die Erfindung insbesondere mit Be-
zug auf spezifische Ausfihrungsformen gezeigt und
beschrieben worden ist, ist durch Fachleute zu ver-
stehen, dass verschiedene Anderungen in Form und
Einzelheiten daran vorgenommen werden koénnen,
ohne von dem Geist und Schutzbereich der Erfin-
dung, wie sie in den beigefiigten Anspriichen definiert
sind, abzuweichen. Der Schutzbereich der Erfindung
ist somit durch die beigeflgten Anspriiche angege-
ben, und alle Anderungen, die in die Bedeutung und
den Aquivalenzbereich der Anspriiche fallen, sollen
deswegen eingeschlossen sein.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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Zitierte Nicht-Patentliteratur

- 1SO 7816 [0023]

- 1SO 7186 [0024]
- 1SO 7816 [0074]

10/18



DE 10 2016 107 982 A1

Patentanspriiche

1. Chipkartenmodul fiir eine Chipkarte, das Folgen-
des umfasst:
einen Trager mit einer ersten Seite und einer gegen-
Uberliegenden zweiten Seite;
einen Chip, der Uber der ersten Seite des Tragers an-
geordnet ist;
eine Antenne, die Uber dem Trager angeordnet ist,
wobei die Antenne elektrisch leitfahig mit dem Chip
gekoppelt ist und konfiguriert ist, induktiv an eine
zweite Antenne zu koppeln, die auf einem Chipkar-
tenkérper der Chipkarte gebildet ist; und
einen Kondensator, der elektrisch leitfahig mit dem
Chip gekoppelt ist, wobei der Kondensator eine erste
Elektrode, die Uber der ersten Seite des Tragers an-
geordnet ist, und eine zweite Elektrode, die Uber der
zweiten Seite des Tragers angeordnet ist, umfasst.

2. Chipkartenmodul nach Anspruch 1,
wobei die Antenne auf der ersten Seite des Tragers
angeordnet ist;
wobei sich die erste Elektrode seitlich zwischen dem
Chip und der Antenne befindet.

3. Chipkartenmodul nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die zweite Elektrode im Wesentlichen der ersten
Elektrode gegentiberliegend ist.

4. Chipkartenmodul nach einem der Anspriiche 1
bis 3, das ferner Folgendes umfasst:
mehrere Chipkontaktstellen, die Uber der zweiten
Seite angeordnet sind.

5. Chipkartenmodul nach Anspruch 4, wobei die
Chipkontaktstellen die zweite Elektrode wenigstens
teilweise seitlich umgeben.

6. Chipkartenmodul nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, wobei der Kondensator an den Chip
parallel zu den Chipkontaktstellen elektrisch gekop-
pelt ist.

7. Chipkarte, die Folgendes umfasst:
einen Chipkartenkdrper;
eine zweite Antenne, die auf dem Chipkartenkorper
gebildet ist; und
ein Chipkartenmodul nach einem der Anspriiche 1 bis
6, das auf dem Chipkartenkorper angeordnet ist,
wobei die Antenne des Chipkartenmoduls an die
zweite Antenne induktiv gekoppelt ist.

8. Verfahren zum Bilden eines Chipkartenmoduls
fur eine Chipkarte, wobei das Verfahren Folgendes
umfasst:

Anordnen eines Chips auf einer ersten Seite eines
Tragers;

Bilden einer ersten Elektrode eines Kondensators
Uber dem Trager;
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Bilden einer zweiten Elektrode des Kondensators
Uber einer zweiten Seite des Tragers gegenulber der
ersten Seite des Tragers;

Anordnen einer Antenne tber dem Trager;
elektrisch leitfahiges Koppeln der Antenne an den
Chip, wobei die Antenne konfiguriert ist, induktiv an
eine zweite Antenne, die auf der Chipkarte gebildet
ist, zu koppeln; und

elektrisch leitfahiges Koppeln des Kondensators an
den Chip.

9. Verfahren nach Anspruch 8, das ferner Folgen-
des umfasst:
Bilden von mehreren Chipkontaktstellen Uber der
zweiten Seite des Tragers.

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Bilden
einer zweiten Elektrode des Kondensators gleichzei-
tig mit dem Bilden der mehreren Chipkontaktstellen
ausgefihrt wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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Die Antenne an den Chip elektrisch leitfahig
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Den Kondensator an den Chip elektrisch leitfahig
koppein
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